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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES -

MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,

150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

AVANT-PROPOS

1) La CHl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale

de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ya CEl):
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de npor

I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activité
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desdqie
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouvetneme
liaisor|] avec la CEIl, participent également aux travaux. La
Internfti

2) Les d¢cisions ou accords officiels de la CEIl concernant les
du pogpsible, un accord international sur les sujets étudiés
sont représentés dans chaque comité d’étuges

3) Les dpcuments produits se présentent sous laNorme de\reco
comm normes, spécifications techniques, rapportsechpi

omposée
?objet de
aines de
ationales.
5sé par le
htales, en
hanisation
ipns.

a mesure
ntéressés

ht publiés
5 Comités

bliquer de

régionale
onsabilité

vent faire

nationfaux.

4) Dans |e but d'encourager I'unification internationa es
facon |transparente, dans toute la mesure possib gs* No internationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. i entre orme>de la CEl et la norme nationale ou
corregpondante doit étre indiuée e dans cette’derniéere.

5) La CHI n’a fixé aucune S 3 e . comme indication d’approbation et sa resp
n’'est pas engagée guand &rie &charé co forme a l'une de ses normes.

6) L’attemtion est & i éléments de la présente Norme internationale pe(
I'objet] de droits PQPHE inte

respopsable de ne pa

La Norn

du comité 7Dispositifs a semiconducteurs.
Le texte issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47A/632/EDIS 47A/643/RVD

ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tg

67-1 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits i

nue pour
e.

htégrés,

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

FOREWORD

from

of stgndards, technical specifications,
ittees in that sense.

indicaled in the latter.

5) The IEC provides no m A
equipment declargt\to ba.i
6) Attentjon is draw
of patent rights. The |E

Internat -1 has been prepared by subcommittee 47A:

circuits, bee 47: Semiconductor devices.
The text ofkthi is’based on the following documents:
FDIS Report on voting
47A/632/FDIS 47A/643/RVD

In

omprising
promote
fields. To
aration is
with may
s liaising
ernational
ween the

sible, an
sentation

the form
National

brnational
rds. Any
be clearly

e for any

e subject

egrated

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C are for information only.
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La CEl 61967 comprend les parties suivantes'). sous le titre général Circuits intégrés — Mesure
des émissions électromagnétiques, 150 kHz & 1GHz:

Partie 1: Conditions générales et définitions

Partie 2: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de cellule TEM2)

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de scrutation surfacique 2

Partie 4: Mesure des émissions conduites — Méthode par couplage direct1 Q/150 Q 1)

Partie 5: Mesure des émissions conduites — Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail 1)
Partie 6: Mesure des émissions conduites — Méthode de la sonde magnétique 1)

) —

cette—date, selon

Le comjtt—adeécideque —cettepubticatiom reste—vatabtejusquenr—2612;
décisior préalable du comité, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

.
24

1) A publier.
2) A l'étude.
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IEC 61967 consists of the following parts?), under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: Measurement of radiated emissions — TEM-cell method 2

Part 3: Measurement of radiated emissions — Surface scan method 2)

Part 4: Measurement of conducted emissions — 1 Q/150 Q direct coupling method 1)

Part 5: Measurement of conducted emissions — Workbench Faraday cage method 1)

Part 6: Measurement of conducted emissions — Magnetic probe method 1)

The co
2012. A} this date, the publication will be

jled until

* reconfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or

S

1) To be published.

2) Under consideration.
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CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61967 fournit des informations générales e initions sur la
mesure|des perturbations électromagnétiques conduites et rayonné i intégres.

Elle dédrit également les conditions de mesure, les appareils et le po insi que
les prodédures d'essai et le contenu des rapports d'essai. L'annexe\A présent eau de
ompargison des méthodes d'essai permettant de choisir la/o mesure
approprl|é

Cette n j afini iti SAETa i 2 i dn enviropnement
d'essai ; i circuits
intégrég ? sur les
résultat$ des essais. Tout écart par rg z 3 S igné maniére
explicitd dans le rapport d'essai indi utilisés
notammient a des fins de comparaison.

La mequre de la tension et du co des 2\ onnées,
provengnt d'un circuit intégré ns dg 2 $ sur les
perturbgtions RF potentiek ¢ ication du gircuit mtegre

2 Reéflérences nor
Les do¢uments i 3
document. Pour Ie afé

datées,
amende

ont indispensables pour l'application du |présent
eule I'édition citée s'applique. Pour les références non
ent de référence s'applique (y compris les éyentuels

CEI 600 6 jre Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité
électro :

CISPR pé€cifications des méthodes et des appareils de mesure des pertupbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1: App3dreils de
mesure des perturbations radioélectriques et de Timmunité aux perturbations radioélectriques

CISPR 25:1995, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations
radioélectriques pour la protection des récepteurs utilisés a bord des véhicules

ANSI C63.2:1996, American Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength
Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz — Specifications
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INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

1 Scope

This part of IEC 61967 provides general information and definitions on m sureFI;nent of

conducted and radiated electromagnetic disturbances from integrated gircuits. It also”provides
a descirliption of measurement conditions, test equipment and se the test
procedures and content of the test reports. A test method compaxiso pded as
annex A

The obj uniform
testing egrated
circuits scribed.
Deviatig easure-
ment re

Measur ted RF
disturbgnces, coming from an integrate rmation
about th

2 Normative referenc

The follpwing referenced d cument.
For dat¢d refer o) applies. For undated references, the lates} edition
of the referenced ddocdme ¥ amendments) applies.

IEC 60 otechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: |Electro-
magnet

CISPR ation for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
method adiq_disturbance and immunity measuring apparatus

CISPR P5:1995, Limifs and methods of measurement of radio disturbance characterigtics for
the proteetion of receivers used on board vehicles

ANSI C63.2:1996, American Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength
Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz — Specifications
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61967 les définitions suivantes s'appliquent;
elles sont, pour la plupart, extraites de la CEI 60050(161).

3.1

réseau fictif
impédance de charge de référence convenue (simulée), soumise au dispositif en essai par des
réseaux (par exemple, lignes électriques ou de télécommunications prolongées) qui permet de
mesurer les tensions perturbatrices RF et qui isole I'appareil de I'alimentation ou des charges
aux fréquences de la gamme donnée

[VEI 161-04-05, modifié]

3.2
équipements associés
transdugteurs (par exemple sondes, réseaux et antennes) conne : mesure
ou a un générateur d'essai; également les transducteurs (par exex eaux et
antenneg 3 bations e¢ntre un
disposit i 5

3.3

autobal
balayag
partir d
largeur

ement a
bn et la
e bande vidéo

3.4

emissid
émissio
mesure
[VEI 16

n a large bande
areil de

3.5
tension
tension

moyenn
référen

[VEI 16

et une

3.6
courant-efmotde-commun
dans un céable a plusieurs conducteurs, y compris les blindages et écrans éventuels, module de
la somme des phaseurs représentant les courants dans chacun des conducteurs

[VEI 161-04-39]

3.7

émissions conduites

transitoires et/ou autres perturbations observées sur les bornes externes d'un dispositif
pendant son fonctionnement normal

3.8

perturbation continue

perturbation RF, d'une durée supérieure a 200 ms a la sortie de la fréquence intermédiaire d'un
récepteur de mesure, provoquant une déviation de l'aiguille d'un récepteur de mesure en mode
de détection de quasi-créte qui ne diminue pas immédiatement

[VEI 161-02-11, modifié]
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3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61967, the following definitions, taken mostly from

IEC 60050(161), apply.

3.1
artificial network
AN

agreed reference load impedance (simulated), presented to the EUT by networks (for
example, extended power or communication lines) across which the RF disturbance voltage is
measured and which isolates the apparatus from the power supply or loads in that frequency

range

[IEV 161-04-05, modified]

3.2
associdted equipment
transdugers (for example, probes, networks and antennas) conkected
or test {enerator; also transducers (for example, probes, petw

used il the signal or disturbance transmission path
equipment or a (test-) signal generator

33
auto sweep
fastest falibrated sweep which a spes
frequengy, stop frequency, resolution bahd

3.4
broadband emission

emission which has a_bahdwidy
receiver

[IEV 16 -06-11,@fi

3.5
commo

mean o
usually

[IEV 16

[IEV 161-04-39]

3.7
conducted emissions

(@ a\measuying Feceiver
antennas) which are

on start

ratus or

appearing between each conductor and a specified reference,

iny, the

transients and/or other disturbances observed on the external terminals of a device during its

normal operation

3.8
continuous disturbance

RF disturbance with a duration of more than 200 ms at the IF-output of a measuring receiver,
which causes a deflection on the meter of a measuring receiver in quasi-peak detection mode

which does not decrease immediately
[IEV 161-02-11, modified]
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3.9
dispositif en essai
dispositif, appareil ou systétme soumis a une évaluation

NOTE Tel qu'il est utilisé dans cette norme, il s'agit d'un dispositif a semi-conducteurs soumis a essai.

3.10

retrait de puce

retrait du masque utilisé pour fabriquer le circuit intégré (Cl), exprimé en pourcentage ou
dimensions du dessin original (taille du tracé)

3.1
couran{ en mode différentiel

dans up cable a deux conducteurs, ou pour deux conducteurs
multiconducteurs, moitié du module de la différence des phaseur
dans chpque conducteur

[VEI 161-04-38]

h cable
ourants

3.12
tension| en mode différentiel
tension entre deux conducteurs donnés d'un ensemb

[VEI 161-04-08]

3.13
perturbption discontinue
pour leg claguements dénombrés, pertirba s 3 tie de la

fréquenge intermédiaire d’ 3 boiro da
I'aiguillg d'un récepteur dé S v : 0

[VEI 161-02-28, modifie]

3.14
carte imprimée

carte im eure a A/2, par exemple 100 mm a 150 mm pour [1 GHz

3.15

compat

CEM

aptitude systeme a fonctionner dans son enviropnement
électro fagon satisfaisante et sans produire lui-méme des perturbations
électromagnétiques_intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement

[VEI 161-04407]

3.16
emission électromagnétique
processus par lequel une source fournit de I'énergie électromagnétique vers I'extérieur

3.17
rayonnement électromagnétique
émissions rayonnées

1. processus par lequel une source fournit de I'énergie vers l'espace extérieur sous forme
d'ondes électromagnétiques

2. énergie transportée dans lI'espace sous forme d'ondes électromagnétiques
[VEI 161-01-10]
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3.9

device under test

DUT

device, equipment or system being evaluated

NOTE As used in this standard, DUT refers to a semiconductor device being tested.

3.10

die shrink

amount of shrink of the mask used to produce the integrated circuit (IC) expressed as a
percentage or dimensions relative to the original artwork layout (drawn size)

3.1
differential mode current
in a twg-conductor cable, or for two particular conductors in a mulgi
magnitude of the difference of the phasors representing the current

[IEV 16]-04-38]

half the

3.12
differential mode voltage
voltage [petween any two of a specified set of active

[IEV 16]-04-08]

3.13
disconl/]jnuous disturbance

du
nsi

for counted clicks, disturbance with &
measuring receiver, which causes a tr
in quasitpeak detection

[IEV 161-02-28, modifi

3.14 Q
electrically sma

printed fircuit board
at 1 GH

than 200 ms at the IF-output of a
6n the meter of a measuring feceiver

smaller than A/2, for example, 100 mm to {50 mm

3.15
electro
EMC
ability of an~eguip
without jntroducCing

[IEV 16]-04-07]

r’system to function satisfactorily in its electromagnetic envifonment
lerable electromagnetic disturbances to anything in that environment

3.16
electromagnetic emission
phenomenon by which electromagnetic energy emanates from a source

3.17
electromagnetic radiation
radiated emissions

1. phenomena by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a
source into space

2. energy transferred through space in the form of electromagnetic waves
[IEV 161-01-10]
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3.18
limite d'émission (d'une source perturbatrice)
valeur maximale spécifiée du niveau d'émission d'une source de perturbation électromagnétique

[VEI 161-03-12]

3.19
plan de masse (de référence)
surface conductrice plate dont le potentiel est pris comme référence

[VEI 161-04-36, modifié]

3.20 L
grille d¢ connexion
structure de soutien de la puce de silicium qui relie les broches extérieies aflauc

3.21
récepteur de mesure
réceptelir destiné a la mesure des perturbations a l'aide de d

NOTE

3.22

module
circuit i
minimur

rices au

3.23
ensemb
ensemb ioR ant qu'unité; a un niveau d'intégrafion plus
élevé, c

3.24
emissid
émissio
mesure
[VEI 16

areil de

3.25
détecte‘r
détecte

[VEI 161-04-24]

ne tension de sortie égale a la valeur de créte du signal appliqué

3.26

bruit de fond du préamplificateur

bruit thermique inhérent généré par le préamplificateur qui limite la résolution du signal du
systeme de mesure

3.27

tension aux bornes du récepteur de mesure

tension extérieure mesurée en dB(uV) a l'entrée d'un appareil de mesure de brouillage
radioélectrique conforme aux exigences de la CISPR 16-1 du ou de I'ANSI C63.2

[CISPR 25, 3.1 modifié]
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3.18
emission limit (from a disturbing source)
specified maximum emission level of a source of electromagnetic disturbance

[IEV 161-03-12]

3.19
ground (reference) plane
flat conductive surface whose potential is used as a common reference

[IEV 161-04-36]

3.20
lead fr%me
supporting structure for the silicon die that interfaces the external ping<o t

3.21
measurjing receiver
receivel for the measurement of disturbances with different de

NOTE The bandwidth of the receiver should be as specified in CISPR

3.22
multi-chip module
MCM
integratgd circuit whose elements are
that arelmounted in a single package

or more semiconductpr chips

3.23
multi IQ sets
set of I¢s that functions.as a ‘ S gle IC

3.24
narrow
emissio

[IEV 16

feceiver

3.25
peak dgte
detecto

[IEV 16

of which is the peak value of the applied signal

3.26
preamp noise floor

inherent thermal noise generated by the first stage amplifier that limits the signal resolution of
the measurement system

3.27

receiver terminal voltage

external voltage measured in dB(uV) at the input of a radio interference measuring instrument
conforming to the requirements of CISPR 16-1 or ANSI C63.2

[CISPR 25, 3.1 modified]
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3.28

point de référence

acceés ou point spécifique sur le montage d'essai sur lequel est effectuée la mesure du
paramétre échantillonné

3.29
fréquence de répétition
nombre de chocs, de pointes de tension ou d'impulsions par unité de temps

3.30
environnement électromagnétique (conditions ambiantes des radiofréquences)
ensemble des phénomenes électromagnétiques existant a un endroit donn

[VEI 161-01-01]

3.31
cage dg Faraday

enceint¢ fermée par des parois meétalliques pleines o
électromagnétiquement I'intérieur et I'extérieur

[VEI 161-04-37]

séparer

3.32
modifications significatives de circ

toute modification susceptible d'influer’s & agnétiques d'un CI

NOTE Ppr exemple, modifications de nouveau/dispositif au fabricant ou procédé, de retrait dg puce, de
nouveau ftype de boitier, de changement sighifica de I'horloge interne/externe, des ppssibilités
d'attaque |entrée-sortie, etc.

3.33
gain du| systéme

gain (oy affaiblissem
I'apparefl de me
3.34
plan d'¢ssai
docume| wandeur d'essai visant a définir les essais a effectuer, I'opjet des

essais,
performg

le point de référence et l'erftrée de

NOTE |ll|gui inté ité defa mise en ceuvre de l'essai, en faisant référence a la procédure d'essai ngrmalisée,
ou en détpillant-les isions ou les amendements concernant le dispositif en essai spécifique.

3.35
WBFC
cage de Faraday sur banc de travail
A I'étude.

4 Conditions d'essai

4.1 Généralités

Ces conditions d'essai par défaut visent a assurer l'uniformité de l'environnement d'essai.
Toute autre valeur admise par les personnes qui utilisent cette procédure doit é&tre documentée
dans le rapport d'essai.
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3.28

reference point

specific port or point on the test set-up where the measurement of the sampled parameter is
made

3.29
repetition rate
number of surges, spikes, or pulses per unit time

3.30
electromagnetic environment (RF ambient)
totality

[IEV 161-01-01]

3.31
shielded enclosure

mesh rIr sheet metallic housing designed expressly
electromagnetically the internal and external environment

[IEV 16]-04-37]

barating

3.32
significant IC changes
all changes that may influence the elestrom iss IC

NOTE Ejkamples include changes of new devicg:h 2 &r or process line, die shrink, new paclage type,
significan

3.33
system|gain
gain (orn attenuation) g 3 path-beétween the reference point and the |input of

the RF measurin@t

3.34
test pl
docume
testing,

gter to define the tests to be carried out, the objegt of the
, the conditions for the test and performance objectives

NOTE It \ i the implementation of the test, by reference to the standard test proceddlire, or by
detailing feyisi Ml

3.35
work bench-Faraday
WBFC
Under consideration.

4 Test conditions

4.1 General

These default test conditions are intended to assure a consistent test environment. If other
values are agreed to by the users of this procedure, they shall be documented in the test
report.
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4.2 Conditions ambiantes

Les conditions ambiantes suivantes doivent étre respectées.

4.2.1 Température ambiante

Lors de Il'essai, la température ambiante doit étre de 23 °C £ 5 °C pour maintenir des
conditions de répétabilité. Les émissions de Cl peuvent varier en fonction de la température.

4.2.2 Intensité ambiante de champ de radiofréquences

Le niveau de bruit ambiant des radiofréquences doit étre au moins de 6 dB inférieur au ou aux
niveauxi d'émission le ou les plus bas devant étre mesurés. Ceci dofit étre_vérifié avant

d'effectyier les mesures du Cl. Le dispositif en essai doit étre installé d d'essai,
tel qu'utjlisé pour les essais. Le dispositif en essai ne doit pas étre achivé tension
d'alimerntation déconnectée). Le bruit résiduel doit étre mesuré & gge. Le
rapport d'essai doit contenir une description des conditions ambian

4.2.3 Autres conditions ambiantes

Toute aptre condition ambiante susceptible d'affecter, entionnée|dans le

rapport d'essai individuel.

4.2.4 Stabilité du Cl sur la durée

Le foncfionnement du Cl doit étre stable ¥ e_gde deux mesures, sépafées par
un inteqvalle de temps donné, produjSent des\ ré als identiques dans les limitgs de la
variatio

5.1 Généralitg

L’appar¢il décrit da i t utilisé dans toutes les procédures d'essai [décrites
dans la|pré parel spécifique doit étre utilisé pour les procédures d'essai
individu

5.2 Bllir

Le blind i spend de la méthode d'essai spécifique et du niveau de bruit ambiant.
Un local blinde eut éire nécessaire pour contréler les conditions ambiantes pour les fesures
d'émiss allation non blindée peut étre utilisée si les niveaux ambiants [sont au
moins dp B6.dB inférieurs au niveau le plus bas a mesurer.

5.3 Appareil de mesure des radiofréquences

Il est admis d'utiliser des récepteurs de mesure ou des analyseurs de spectres. En cas
d'utilisation d'un récepteur de mesure, celui-ci doit étre conforme aux prescriptions de largeur
de bande de la CISPR 16-1.
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4.2 Ambient conditions

The following ambient conditions shall be met.

4.21 Ambient temperature

The ambient temperature during the test shall be 23 °C £ 5 °C for repeatability. IC emissions
may vary with temperature.

4.2.2 Ambient RF field strength

The ambient RF noise level shall be at least 6 dB below the lowest emission level(s) to be
measur¢d. This shall be verified before measurements of the IC are madé. T shall be
installed in the test set-up, as used for testing. The DUT shall not be xample,

power qupply voltage disconnected). A scan shall be made to mea | noise.
A descr|ption of the ambient shall be a part of the test report.

4.2.3 Other ambient conditions

All othef ambient conditions that may affect the result_sha G he indiviqual test

report.

4.2.4 IC stability over time

The furctional behaviour of the IC
separated by an interval of time, shall
the megsurement technique.

o that two measurements,
¥thin the expected varjation of

5 Test equipment

5.1 General

The equipment in this
standargl. Specific e

5.2 Shieldi

The ned $e level.
A shield ements.
A non-shi may be used if ambient levels are at least 6 dB below the lowgst level

to be m

5.3 RF.measuring instrument

Either measuring receivers or spectrum analysers may be used. The measuring receiver, if
used, shall meet the bandwidth requirements as stated in CISPR 16-1.
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5.3.1 Récepteur de mesure

Tableau 1 — Valeurs par défaut des largeurs de bande de résolution
et des bandes des récepteurs de mesure

Gamme de fréquences 150 kHz - 30 MHz 30 MHz — 1 GHz

Largeur de bande de résolution

du récepteur de mesure a 6 dB 9 kHz 120 kHz
5.3.2 Analyseur de spectres
Tableau 2 — Valeurs par défaut des largeurs de bande de qutlo

et des bandes des analyseurs de spectr

Gamme de fréquences 150 kHz - 30 MHz M\H\N G\HZ\
Largeur de bande de résolution 10 kHz {\ \oa\Hz\/

de l'analyseur de spectres a 3 dB

5.3.3

Lorsqu'i t que la
techniqu signaux
mesure ite peut
étre utilisée.

5.3.4 Type d'émissio

Pour déterminer si les |émngsi Qajoxi z otroi 3 e, il est
possiblg d'effectyér } 'incrément
le plus étroit (un e créte
du spedtre est réduj ers, les
émissio

Les CI &ri . par une horloge synchrone constituent des exemlples de
sources| 2 S te\En général, ils produisent un spectre d'émissions continu dominé par
les harrgonidt ions d'horloge. Pour cette raison, le détecteur choisi n'influehce pas

les vale étecteur de créte doit étre utilisé pour les sources a bande éfroite.

Par exemple,les produisant un spectre discontinu, tels que convertisseurs et circuif logique
asynchrpne; sont des éventuelles sources a large bande. Ces dispositifs doivent étre mesurés,
de préférence a l'aide du détecteur de créte, la vitesse de balayage étant réglée pour
correspondre a la rapidité de modulation, selon la formule suivante:

VSsEXRBWXfm

Vs est la vitesse de balayage, en MHz/s;
RBW est la largeur de bande de résolution, en MHz;

fm est la fréquence de modulation, en Hz, définie comme la plus faible fréquence de
répétition d'un programme informatique ou autre parameétre de fonctionnement de CI
susceptible de modifier les émissions RF mesurées.
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Measuring receiver

— 23 -

Table 1 — Measuring receiver bands and RBW (resolution bandwidth) default settings

Frequency range

150 kHz - 30 MHz

30 MHz - 1 GHz

Measuring receiver RBW at 6 dB

9 kHz

120 kHz

5.3.2 Spectrum analyser
Table 2 — Spectrum analyser bands and RBW default settings
[
Frequency range 150 kHz - 30 MHz 30)1"’& —;\GI-E\
Spectrum analyser RBW at 3 dB 10 kHz
5.3.3 Other RBW for narrowband emissions
Where Lirement
techniqlie requires a lower noise floor for resolytio om the
ambient,
5.3.4
A determination of whether the emissio s are p can be
made b ment of
bandwidth. If the measure or more
when the bandwidth is re d to be
predominately broadba
Examples of na hey will
typically produce\d cs and
fractions. [ chosen will not influence the readings. The peak
detecto
Exampl @ sources are ICs producing a non-continuous spectryim such
as cony| ly using
the pea ing to the
followin
2
Vg < = x RBW x fe
where
Vs is the sweep speed in MHz/s;
RBW is the resolution bandwidth in MHz;
fn is the modulation frequency in Hz, defined as the lowest repetition rate of a software

routine or other IC operating parameter that may affect the measured RF emissions.
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La vitesse de balayage utilisée doit étre sélectionnée de sorte qu'une vitesse de balayage plus
lente n'entraine pas de modification significative des émissions mesurées.

5.3.5 Largeur de bande vidéo

La largeur de bande vidéo doit étre au moins égale a trois fois la largeur de bande de
résolution.

5.3.6 Vérification de I'étalonnage de l'appareil de mesure RF

L'étalonnage de l'appareil de mesure RF doit étre vérifié en effectuant une comparaison avec
un autre appareil étalonné, tracable a un organisme de normalisation reconnu, lorsque des
niveaux|absolus doivent étre consignés.

5.4 Gamme de fréquences

La gamme de fréquences recommandée est comprise entre . "Hlle peut
toutefoi S mme de
fréquen ction, le
Cl ne pn
55 P
Si néce > i externe, peut étre utjlisé. Le
facteur ¥ solution
minimal
56 G
Le gain sure RF
doit étrg

Les car 0
trouvent
mesure

gamme

hnecteurs et des résistances de bouclage qiii ne se
entre le point de référence et I'entrée de I'appareil de
ifier le résultat de la mesure doivent étre vérifiégs sur la

6 Mo

6.1 Généralités

Les essais doivent étre réalisés selon un plan d'essai, lequel doit figurer dans le rapport
d'essai. Ce rapport doit également comprendre:

a) un schéma de circuit de I'application (découplage de I'alimentation, charge du bus, circuits
intégrés périphériques, etc.);

b) une description de la carte a circuit imprimé sur laquelle le Cl est fixé (implantation);

c) les conditions réelles de fonctionnement du CI (tension d'alimentation, signaux de sortie, etc.);

d) une description du type de logiciel exploitant le ou les Cl, le cas échéant.

Toutes les variations doivent figurer dans le rapport d'essai. Aucune connexion aux
équipements auxiliaires ne doit influer sur les résultats des essais.

D'autres prescriptions particuliéres sont décrites dans la procédure d'essai individuel.
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The sweep speed used shall be selected in such a way that a slower sweep speed will not
result in a significant change in the measured emissions.

5.3.5 Video bandwidth

The video bandwidth shall be a minimum of three times the resolution bandwidth.

5.3.6 Verification of calibration for the RF measuring instrument

The calibration of the RF measuring instrument shall be verified by comparison with an
independent calibrated instrument, traceable to a recognized standard body, if absolute levels
are to be reported.

5.4 Frequency range

The redommended frequency range is 150 kHz to 1 GHz, but this b if the
specific|procedure is usable over an extended frequency range. i may be

If neceslsary a preamp or attenuator, either internal ¢or ext s e figure
of the pre-amplifier or attenuator shall be le ) tion for

5.6 Slystem gain

The gain (or attenuation) tere and the input of the RF measuring
instrument shall be verified i 3 p

5.7 Qther compone

Cables, conne
referenge point ahd’ {he

measuré¢ment resu

ben the
fect the
hge.

6 Test se

6.1 (e

Tests shall takesp
report shall also in

according to a test plan, which shall be included in the test repprt. This
de:

a
b
c
d

a circuit diagram of the application (supply decoupling, bus load, peripheral ICs, €ic.);
a description of the PCB on which the IC is applied (lay-out);
actual operating conditions of the IC (supply voltage, output signals etc.);

)
)
)
) a description of the type of software exercising the IC(s), if applicable.

All variations shall be included in the test report. Connection to auxiliary equipment shall not
influence the test results.

Other particular requirements are described in the individual test procedure.
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6.2 Carte a circuit imprimé pour essai

La carte a circuit imprimé pour essai a utiliser dépend de la méthode de mesure spécifique.
Les spécifications de la carte de base générale pour essai de la présente famille de normes
sont décrites a I'article 9 de cette norme. Cette carte a circuit imprimé pour essai doit étre
congue conformément a ces spécifications générales et conformément aux spécifications
complémentaires pour les méthodes d’essai individuel. Tout écart par rapport a cette
description doit étre spécifié dans le rapport d'essai individuel.

NOTE Pour la comparaison des résultats de mesure de différents dispositifs, il est nécessaire d'utiliser une carte
a circuit imprimé similaire de conception aussi proche que possible pour une méme méthode de mesure.

6.3 ngmmm au Cl
Lorsqu'dne méthode d'essai spécifique ne requiert aucune autre thes du

disposit|/f en essai doivent étre chargées conformément au tableau 5défaut
suivant pauf pour les cas exceptionnels indiqués.

Type ge broche du CI

Analogique

— Alimgntation Tel que spécifié p/a{le fabri}&lt}x{%y(ueféquisk

N
— Entrge 10kQ ala massﬁ\(Vs\sksg{f Si Ie(CI diskgos}t{'ur)?{erminaison interne

— Signal de sortie 10kQ ala masse}ks) s}{\si\le NspMne terminaison interne

— Puisgance de sortie Chargement nom(nal t?%qge %@@Tf@ péye fabricant
VANDEN VAN MAN
— Alimgntation ue\}éclaré p\?a\QbricantMtel que requis)
— Entrge \agi \‘&\\K}\% a1"alimentation (Vdd) si la mise a la masse
estim bl | dispose d'une terminaison interne
— Sortig \/ \4\7pFa am se(
N

Commande /\&

— Entrge \\ la as\s\e\(y;s/) ou 10 kQ a l'alimentation (Vdd) si la mise a la masse

est impsssible, sauf si le Cl dispose d'une terminaison interne

— Sortig \ \\ \'{el Mécifié par le fabricant
~ Bidirfstionneild, O\~ | 47\0F & la masse (Vss)

— Anal¢gique %I que spécifié par le fabricant (ou tel que requis)

Les broghes qui ne s'inscrivent dans aucune des catégories répertoriées doivent étre chargées
selon les fonctions requises et déclarées dans le rapport d'essai. Il s'agit de valeurs par défaut
recommandées; lorsque d'autres valeurs sont plus appropriées a un Cl particulier, elles
peuvent remplacer les valeurs données au tableau 3 et doivent étre déclarées dans le rapport
d'essai.

6.4 Prescriptions relatives a I'alimentation — Alimentation de la carte pour essai

Le dispositif en essai doit étre alimenté par une source a faibles émissions RF conduites,
conforme aux exigences des conditions ambiantes des radiofréquences. En cas d'utilisation
d'un accumulateur, celui-ci doit satisfaire aux exigences du Cl et le niveau de tension doit étre
vérifié périodiqguement afin de conserver un environnement de fonctionnement uniforme. Il est
admis d’utiliser une alimentation en courant alternatif lorsqu'elle satisfait a I'exigence de faibles
émissions RF. L'ensemble des lignes électriques reliées au dispositif en essai doivent étre
filtrées de maniére appropriée conformément a la recommandation du fabricant du CI.
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6.2 Test circuit board

The test PCB to be used depends on the specific measurement method. The specifications of
a general basic test board for this family of standards are described in clause 9 of this
standard. The test PCB should be designed in accordance with these general specifications
and in accordance with the additional specifications as required for the individual
measurement methods. Any deviation from this description shall be stated in the individual
test report.

NOTE For comparison of measurement results from different devices it is necessary to use a similar PCB design
as close as possible within the same measurement method.

6.3 I¢pimioading

If no other loads are required by a specific test method, the pins of ke halkbe loaded

according to the following default value table with exceptions as notéd:

Table 3 - IC pin loading recommen

IC pin type Pin |$aQng \\ >
/ \

Analogu¢
— Supply As stated by the manufacturer/(or(as vgeq)lired) \/
— Input 10 kQ to ground/()V\s\s) unl th(élb/is ({nte(n\éjly te\r>inated

— Outpyt signal 10 kQ to ground\Nss)\\nks\s the\|Cts \l‘x\ternallﬂterminated

— Outpyt power Nominal loading yy%&ated\b\(\\e m@facturer

Digital \ N\ >

— Supply Q{s\t‘s{ed y rr\qu turer (‘or\y required)

— Input Gr nsts r10 o supply (Vdd) if impossible to ground, unless the IC
l\\ipt\ ally é%‘»’\nate

— Outpyit 47 pF})}\un}\\s{ >

Control

— Input oun (Vss \(kQ to supply (Vdd) if impossible to ground, unless the |
is_intern terminated

— Outpuit stateqd by the manufacturer
- Bi-dirsyﬁo{a}\ \ \{7 nground (Vss)

AN
— Analdg \ \ A}stated by the manufacturer (or as required)

(@]

Pins that domto any of the listed categories shall be loaded as functionally fequired
and stafed)in the test report. These are recommended default values; if other values gre more
appropriate for a particular IC, they may be substituted for the values in table 3 and shall be
stated in the test report.

6.4 Power supply requirements — Test board power supply

The DUT shall be powered from a source with low conducted RF emissions that conform to
the RF ambient requirement. If a battery is used, it shall meet the IC requirements and the
voltage level shall be checked periodically to maintain a consistent operating environment. An
a.c. power supply may be used if it meets the low RF emissions requirement. All power supply
lines to the DUT shall be adequately filtered according to the IC manufacturer’s
recommendation.
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6.5 Considérations spécifiques relatives au CI
6.5.1 Tension d'alimentation du CI

La ou les tensions d'alimentation doivent étre conformes aux spécifications du fabricant du CI
avec une tolérance de +5 %.

6.5.2 Découplage du CI

Pour obtenir des données de mesure reproductibles, il convient de réaliser un découplage
approprié sur la carte pour essai. Voir 9.7.1.

6.5.3 [ Activité du ClI

Il convignt de tenter d'exploiter pleinement toutes les fonctions dispoRibles guixcontkiuent de

maniérg significative a I'émission du ClI.

6.5.4 Lignes directrices concernant le fonctionnement du\Cl

Il s'agit 2 de I'essail pour la
fonction flisateur
Lorsqu'dn circuit intégré programmable doit étre i i,\le logiciel qui fonctipnne en
boucle Jols asures. Le type dg logiciel
utilisé plus défavorable) doit étre
docume I'un des niveaux de Jogiciels
suivantg:
a) mini

utilis

b) reprgsentatif — code

utiligé pour | j oitation du microprocesseur et des entrge/sortie
«nonfmale» a jon;

c) cas
utiligé 2

7 Prgc

71 Viérification_des conditions ambiantes

Mesurel_les niveaux ambiants pour s'assurer que tout signal ambiant est au moins fle 6 dB
inférieur au niveau de référence cible. Le rapport d'essai doit contenir les données relatives
aux conditions ambiantes. Lorsque les conditions ambiantes sont excessives, vérifier l'intégrité
du systéme global, en particulier les cables d'interconnexion et les connecteurs. Si nécessaire,
utiliser une cage de Faraday, un préamplificateur de bruit inférieur ou une largeur de bande de
résolution d'analyseur de spectres plus étroite. Lorsque les conditions ambiantes de la zone ne
sont pas suffisamment connues et peuvent présenter des sources RF locales sporadiques, il
est recommandé de vérifier les conditions ambiantes avec la carte pour essai non alimentée en
place et I'analyseur de spectres fonctionnant en mode de maintien maximal pendant 1 h ou tel
que requis pour parvenir a un environnement sdr.

7.2 Vérification opérationnelle

Mettre le dispositif en essai sous tension et procéder a une vérification opérationnelle compléte
afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif et du déroulement normal de l'activité
(c'est-a-dire exécution du code d'essai du Cl, voir 6.5.4).
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6.5 IC specific considerations
6.5.1 IC supply voltage

The supply voltage(s) shall be as specified by the IC manufacturer with a tolerance of £5 %.

6.5.2 IC decoupling

To obtain reproducible data of measurement, appropriate decoupling should be accomplished
on the test board. See 9.7.1.

6.5.3 Activity of IC

Attemptps should be made to fully exercise all available functions that cqntribute

to the emission of the IC.

6.5.4 Guidelines regarding IC operation

The inte atability
for the g er.
If a pro us loop
shall bsg used to
exercise ort. The
IC shall
a) mini

useq
b) typigal — normal oper

useq ! is using

production code;

c) worgt case

used for diagno

7 Teslt pra

7.1 Am

Measur¢ ambie eJs to assure that any ambient signals present are at least 6 dB below
the targetreferencéeNével. The ambient data shall be a part of the test report. If the ambient is
excessiyey.check the integrity of the overall system, especially the interconnecting calples and
connectors. If necessary, use a shielded enclosure, a lower noise preamplifier or a narrower
spectrum analyser resolution bandwidth. If the area ambient is not well known with possible
sporadic local RF sources, it is recommended to check the ambient with the unpowered test
board in place and with the spectrum analyser running on maximum hold for 1 h or as
required to achieve confidence in the environment.

7.2 Operational check

Energize the DUT and complete an operational check to assure proper function of the device
and normal activity (i.e. run IC test code, see 6.5.4).
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7.3 Procédures spécifiques

Suivre la technique d'essai décrite dans la procédure de mesure d'émission particuliére.

8 Rapport d'essai

8.1 Généralités

Le rapport d'essai doit contenir suffisamment d'informations pour permettre a une autre
installation de reproduire les mesures.

8.2 Clonditions ambiantes

Un schéma ou une description du niveau ambiant du systéme de me e ositif en

essai ngn alimenté doit figurer dans le rapport d'essai.

8.3 Description du dispositif

Une degcription du dispositif (Cl) en cours d'évaluation ainsi_que i ) rtinente
suscept|ble d'influencer les caractéristiques d'émissjgn du~dispositif doivent é mprises
dans le Jrapport d'essai (par exemple, numéro du type de ; h, bréve
description fonctionnelle du dispositif tel que d&cyi ‘ ou les
fréquenges de fonctionnement doivent étre indig

8.4 Description du montage

Une degcription du montage d'essai dqj
par rapgort au montage noymalisé

8.5 Description du

Le type En cas

d'utilisa
8.6 P

ésenter
ures de

Les don
les valg
tension.

8.6.1

Un graphique des données mesurées doit &tre disponible.

8.6.2 Logiciel de saisie des données

Un fichier ASCII des données mesurées doit étre disponible.

8.6.3 Traitement des données

Un format plus lisible peut étre obtenu en lissant ou en moyennant les données brutes. Une
description de tout traitement de données utilisé doit figurer dans le rapport d'essai.

8.7 Limites d'émission RF

Dans la mesure ou la présente norme décrit des méthodes de mesure, aucune limite
d'émission RF n'est donnée. En général, les limites sont fonction de I'application, de la zone et
du pays. Ces limites sont déterminées par les prescriptions fonctionnelles ainsi que les
prescriptions d'émission locales ou autorisées.
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7.3 Specific procedures

Follow the test technique described in the particular emission measurement procedure.

8 Test report

8.1 General

The test report shall include sufficient information to allow duplication of the measurements by
another facility.

8.2 Ambient

A plot of description of the ambient level of the measurement system
shall belincluded in the test report.

powered

8.3 Description of device

A description of the device (IC) being evaluated and 2 i i mation that may
influence the emissions performance of the device i i e test report (for
example, IC type number, production code and date/ s ACti scription of device as
from data sheet). The operating frequency(s) shallbe ingi i i

8.4 Description of set-up

A descr
clearly i

H set-up

8.5 Description of so

The typ ¢ S } applicable, shall be indicated. If a pr¢duction
code is : pe indi

86 D

Data sH nput gain or attenuation to represent the actual values

appeari in dB(pV), for voltage measurements.
8.6.1
A graph|of the-mgasuked data shall be available.

8.6.2 Software for data capture

An ASCII file of the measured data shall be available.

8.6.3 Data processing

The smoothing or averaging of raw data may provide a more readable format. A description of
any data processing used shall be included in the test report.

8.7 RF emission limits

As this standard describes measurement methods, no RF emission limits are given. Limits in
general depend upon the application, the area and the country. Functional requirements and
local or mandated emission requirements will define the limits.


https://iecnorm.com/api/?name=fae625e399fa719fb681ee9fe883a1e6

-32 - 61967-1 O CEI:2002

8.8 Interprétation des résultats
8.8.1 Comparaison des Cl en utilisant la méme méthode d'essai

Les résultats peuvent étre comparés directement tant que les mesures sont effectuées dans
des conditions identiques. Lorsque des comparaisons sont prévues, il convient que les
dispositifs utilisent le méme code (par exemple, le code d'essai du compteur, annexe B) et que
I'environnement d'essai soit le plus uniforme possible. Il y a lieu d'utiliser la méme carte pour
essai.

8.8.2 Comparaison des différentes méthodes d'essai

A I'heurg—actuette,aucune corretatiom generate entre tes methodes d'essgi n'a été
établie. |Des corrélations ont uniguement été démontrées dans des cas référer
a I'anneke A.

8.8.3 Corrélation avec les méthodes d'essai du module

Lorsqu'i i i 2 [ i S [ clation entre les
valeurs icati > Hoit étre
indiqué bme  ou
compos bassage
des émi ktre le CI

et le mo

9 Specification générale de base de

Il s'agit carte de ce type est nécessgire pour
compare ant de fabricants différents. Deg limites
sont fix4

9.1 Descripti@e

La taillg € supplé-
mentair¢ la carte
doivent | € i s sur’5 mm, ou rendus conducteurs afin d'établir un|contact
approprl|é ode electromagnethue transverse), lorsqu'elle est |utilisée.
Les bor

Les tro jalson\ sifu'és sur le bord extérieur de la carte doivent étre a une distance
minimale de-5"mm._de ¢e bord.

9.2 Descriptiondetacarte= éiebtlique

Le dessin de la figure 1 doit étre utilisé comme guide. Une carte a double couche est proposée
comme exigence minimale. Cependant, pour des besoins fonctionnels, des couches 2 et 3 ou
autres peuvent étre insérées afin de constituer une carte multicouche.

La couche 1 doit toujours servir de plan de masse. La couche 4 admet d'autres signaux,
néanmoins, elle doit demeurer aussi intacte que possible afin de servir également de plan de
masse. La zone dans la couche 1 au moins, au-dessous du CI, doit étre conservée comme
plan de masse.

La carte a circuit imprimé doit étre constituée de sorte que seul le boitier du Cl demeure sur un
co6té (couche 1) et que tous les autres composants et conducteurs demeurent sur la couche
située a lI'opposé (couche 4).
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8.8 Interpretation of results

8.8.1 Comparison between IC(s) using the same test method

Results may be directly compared as long as measurements have been carried out under the
same conditions. If comparisons are intended, the devices should be running the same code

(for example, the counter test code, annex B) and the test environment should be as
consistent as possible. The same test board should be used.

8.8.2 Comparison between different test methods

At the time of writing, general correlation between the specific test methods has not been

H pu | oY L - 1o 1o pu | b 4 -l Y 1 D N
establisfred—Corretatiomrhrasbeenrdemonstrated-in SPEeCHTC Cases oMy RErer e annex A.

8.8.3 Correlation to module test methods

Where sufficient data exists to establish a correlation between 3 and the
expecteld emissions from the IC for a given application, this sKall be . i specific
test method (for example, component or system level tes ‘ mber of
factors pre involved in the translation from IC level emiss 3 ct level.
In gengral, this IC to module correlation is limited ariables
involved are controlled.

9 General basic test board speg

The purpose is to describe a universal
EMC pdrformance of various ICs from
parame

a board is necessary to compare the
urers. Constraints are given fpr those

r made
C mode)

ed as a
may be

Layer 1 shall always be used as the ground plane. Layer 4 allows other signals, but shall be
left as much intact as possible, to be a ground plane as well. At least the area in layer 1,
underneath the IC, shall be left as a ground plane.

The PCB shall be made in such a way that only the IC package remains on one side (layer 1)
and all other components and trace patterns remain on the opposite layer (layer 4).
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9.3 Plans de masse

Les plans de masse (couches 1 et 4) doivent étre interconnectés au moyen de trous de liaison.
Ces trous de liaison doivent étre positionnés sur la carte comme décrit au tableau 4.

Tableau 4 — Position des trous de liaison sur la carte

Position du trou de liaison Emplacement

1 Tout autour, sur les bords de la carte

2 Immédiatement a I'extérieur de la zone du dispositif en essai

3 Immédiatement a l'intérieur, au-dessous de la zone du ClI

Z

Le plan gition 2.
De la mg carte.
Cette dipposition, doit également s'appliquer a la couche 4 Ditier du
Cl et de|l'espace disponible.
9.4 Broches
Tous le$ composants nécessaires au nc'neme t, au doivent étre fixes sur la
couche |4. Par conséquent, il broches
nécessgires de la couche 1 a bur des
conducteurs doivent
étre opt
9.4.1 Boitiers DIP
Ces boitiers ne ison du fait de la présence de brocheg a trous
métallisgs, intég elles-mémes.
9.4.2 Boitier
Ces bo’:]it' ation de trous de liaison. Ces derniers doivent étre placés au
centre Il convient qu’ils soient plgcés, de
préféren ion 3\du tableau 4, afin de reduwe la zone de bouclage concefrnée ou
circulen
9.4.3 , BGA
A I'étude:

9.5 Type de trous de liaison

Tous les trous de liaison en position 1 doivent avoir un diameétre de 0,8 mm. Tous les autres
trous de liaison doivent avoir un diamétre >0,2 mm.
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9.3 Ground planes

The ground planes (layers 1 and 4) shall be inter-connected by means of vias. These vias
shall be placed at the following positions over the board as described in table 4:

Table 4 — Position of vias over the board

Via position Location

1 All around, at the edges of the board

2 Just outside the DUT area

3 Just inside, underneath the IC area

The grdund plane at layer 1 shall be continued in-between vias §
ground plane at layer 1 is continued over the whole board.

pich the

If possilble the same shall be done for layer 4, but the pogSibiity\ toNdo so n the IC
package and the space available.

9.4 Plins

4. 1t is
he loop
ed that

All func
therefor
areas,
minimur

9.4.1

These [ sent, or

establis

9.4.2
These [ he pads
used fof bly, these vias should be placed at position 3, table 4, to
minimiz j i
9.4.3

Under ¢

9.5 \Viatype

All vias at position1 shall have a hole diameter of 0,8 mm. All other vias shall have a diameter
of 20,2 mm.
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9.6 Distance entre trous de liaison

Une distance latérale maximale entre les trous de liaison est exigée comme principe pour les

mesures jusqu'a 1 GHz.

* Les trous de liaison reliant la couche 1 a la couche 4 doivent étre espacés d'une distance

maximale de 10 mm.

*+ Les trous de liaison associés aux traces des signaux doivent étre aussi proches que
possible des trous de liaison reliant les couches 1 a 4 afin de créer de petites boucles de

signaux de retour.

9.7

9.7.1

est nécg¢ssaire qui soit conforme aux spécifications de Ia
de découplage sur la carte pour essai doivent étre &
Les val¢urs et les positions d’implantati
découplpge doivent étre stipulées dang le

+ Congensateurs de découplage IC

Le découplage de [I'alimentation( po

recommandations du

La vpleur et la positi

chaque borne dalimentatio
fabricant ou, ifi

« Déc

L’im
si le
I'impé
étre
la c
décr

préc pport d’essai.

carte pour essai peut affecter les résultats de
n'est pas congu de maniére adéquate. Pour com
la carte pour essai pour toute alimentation externe
>/ un groupe de condensateurs de découplage doit étre 5
gurs valeurs et leurs positions d’emplacement doivent étr|
ormes de mesure individuelles, ou sinon, dans les spéci

ent étre
s trous

ntation
sateurs
€essous.
ants de

étre réalisé conformémeént aux
" de découplage Cl doivent,
échdant, étre connecte : 2 couche 4, sous le Cl, comme ¢
9.2 et a la figurepd p 3 fonctjidnnement correct du dispositif e

9 i sondensateurs de découplage d'aliment
n essai peuvent suivre les recommandations du

le cas
écrit en
N essai.
btion de

mesure
mander
pouvant
itué sur
e celles
ications

9.7.2 Charge de I'entree/sortie

Les composants supplémentaires nécessaires pour charger ou activer le Cl doivent étre

montés sur la couche 4, de préférence directement sous la zone du boftier du Cl.
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9.6 Via distance
A maximum lateral distance between vias is required for measurements up to 1 GHz.

* Vias connecting layer 1 with layer 4 shall be at a maximum distance of 10 mm in-between.

* Vias accompanying signal traces shall be as close as possible to those vias connecting
layers 1 to 4, to create small return signal loops.

9.7 Additional components

All additional components shall be mounted at Iayer 4. They shall be pIaced in such a way
that they uv IIUI. IIILUIIﬁIU VVILh thc L:Ullbl.lallllb asS bb'l. IUI Idyb‘lb I allu “f dall ﬁ‘ 1= UCLV\ een.

9.7.1 Supply decoupling

To obtdin reproducible data of measurement, adequate supp i i ired in
accordance with the test board specifications. Decoupling cagacito rd shall
be cla%sified into two groups described below. The val WO LN iti of the
decoupling capacitors and other decoupling components 3 - i indiviqual test
report.

» IC decoupling capacitors
Supply decoupling for the IC c 3 i the manufacturer’s

recommendations. IC decoupling{capaci ground
plang in layer 4, underneath the I, , to maintain the
proper operation of the DUT. The hcitor of

each supply pin of the DUT may be as € , ise,|as long
as sfated in the test report.

« Pow

Impedance of the [test bbard pow ay affect the measurement resulfs if the
power supply decoypling 1s designed. To control the supply impedance of
the fest boa < Jpply which may be used in the measurgment, a
group of decouyljr 8 De located on the test board. Their values and layout
posifions shall be individual measurement standards, or otherwise, as
long

9.7.2

Addition gCessary to load or activate the IC shall be mounted on [layer 4,
preferal]
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Dispositif en essai

...................................

.........................

+3
0100

........................

....................................

: \ es trous sUpplémentaires
: : euvehf étre percé$ aux coins

v ------------------------------------------------------- / ............ N---N--

Des tfous de liaison de 0,2 mm
relient les conducteurs de broche
du digpositif en essai

Des tfous de liaison de 0,8 mm Des trous de liaison de 0,8 mm
relient la couche 1 a la couche 4 \‘ H \ Q* relient la couche 1 a la couche 4

_________ i_

Ledécouplage de I'alimentation doit
orienté vers la partie du plan de masse

Bord étamé

masse doivent étre distantes de 2 mm
des bords de la carte

Cauche 1 — masse /—_> 1 1
] 1
. . -'. ! !
Couche 2 — alimentation —}— NN N . -I ! !
Loy ¢ | 1,6 nominal
Couche 3 — signal —m - e o o :
| | [
Couche 4 — masse o
et/ou SIgnal \—} ! 14—' 0,75 max.
et/ou puissance H =
1 a
........ [T ! .
............................. bt | Toutes les couches non mises a la
1 |
|

IEC 618/02

Dimensions en milliméetres

Figure 1 — Carte pour essai générale de base
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